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我们的使命
我 们 将 稳 定 提 供 数 字 型 社 会 不 可 或 缺 的 产 品 和 技 术 ，

努 力 构 筑 与 客 户 等 所 有 利 益 相 关 方 的

“信任”，建成“人”、“物”、“事”所有因素的纽带，

为 实 现 更 加 安 全 、 富 足 、 可 持 续 发 展 的 社 会 做 贡 献 。

信 赖
人

企 业产 品

利益相关方

凭借不可或缺的产品和技术，

为社会的“纽带建设”做贡献

2



大真空的主打事业
我们大真空是一家晶体等时钟元件的综合制造商。

时钟元件可产生半导体（IC）所需的标准信号，被广泛用于智能手机、汽车、医疗设备、

工业机器人等日常生活及工业设备等各种领域。晶体被是数字型社会不可或缺的因素，

享有“工业之盐”的美誉，为我们的生活提供了大力支撑。

主营产品

通 信

民 生

工 业

车 载

MEMS振荡器

人工水晶

核心技术

晶体滤波器

音叉型晶体谐振器 晶体谐振器

Arkh系列 晶体振荡器
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10年长期经营计划《OCEAN+2战略》
本 公 司 于 2 0 1 9 年 1 1 月 3 日 迎 来 了 创 业 6 0 周 年 的 历 史 时 刻 。 以 此 为 契 机 ，

本 公 司 制 定 了 首 个 1 0 年 长 期 经 营 计 划 《 O C E A N ＋ 2 战 略 》 ，

并 于 2 0 2 0 年 4 月 正 式 实 施 。 我 们 将 力 争 从 过 度 竞 争 造 成 的 “ 红 海 ” 中 脱 颖 而 出 ，

立 足 于 具 备 竞 争 优 势 的 产 品 开 发 ， 开 拓 “ 蓝 海 ” 这 一 新 市 场 ， 建 立 稳 定 的 高 收 益 机 制 ，

并 同 时 致 力 于 社 会 课 题 的 解 决 。

我们将本次10年长期经营计划分成3个阶段进行考虑，这3个阶段分别为“第一中期 构筑基础”、

“第二中期 确立基础”、“第三中期 成长发展”，在各阶段分别设置了里程碑式的节点。

根据计划，我们将继续开展传统型产品的相关业务，确保稳定的收益，

同时立足于《OCEAN＋2战略》，创造全新的价值和利益。

企业理念

长期愿景

OCEAN+2
战略

OCEAN+2
战略

企业理念 《OCEAN+2 战略》 《OCEAN+2 战略》 

长期愿景

One 单家公司供应

Cost 向低成本领域的挑战

Element 核心技术：晶体的培养

Alliance 共创

Niche 幸存者利益

+1 新型晶片

+2 新型产品

项基本战略７

凭借优越的技术力量和强大的企业能力，
成为客户需要的龙头企业

以信誉报答社会的期待

营
业
利
润

销
售
及

行
政
开
支

传统业务＋控制销售及行政开支

OCEAN+2 战略

营业利润： 亿日元100

第一中期 构筑基础 第二中期 确立基础 第三中期 成长发展

59 期58 期 60 期 61 期 62 期 63 期 64 期 65 期 66 期 67 期

2023 2026 20292020

凭借优越的技术力量和强大的企业能力，
成为客户需要的龙头企业

以信誉报答社会的期待
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市场扩大后产生的课题

“ IoT”是自动驾驶用途的“汽车”市场及无线通信领域不可或缺的技术，毫无疑问，以“IoT”

市场为中心的时钟元件市场规模必将发生扩大。

预计2030年与2021年相比，市场规模将至少扩大至2.2倍。为了满足如此巨大的市场数量需求，

时钟元件行业需要进行庞大的设备投资，另外也可预计将出现封装材料等零部件的不足，引发

难以稳定供应等各种风险。

本公司认为，对于今后“纽带型社会”不可或缺的时钟元件，如何在必要的时机提供必要的数量，

将是一项重要的课题。

稳定供应与顺应环保需求

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

[ 百万个 ]

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

晶体晶振市场的规模

Bluetooth 5G WiFi UWB 毫米波雷达 LPWA 车载 音叉

资料来源：根据富士 Chimera、株式会社 Techno Systems Research 数据，由本公司自行推定
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此外，针对不断增加的需求，如使用现有生产线的延伸设备，则产量提升的同时会造成二氧化

碳排放量的增加。可以说，这是整个时钟元件行业面临的课题，而本公司将对产量提升造成的

二氧化碳排放量进行控制，同时采取相关附加措施，确保二氧化碳的回收，从而同时实现“稳定

供应”和“顺应环保需求”的目标，作为可持续发展企业实现更辉煌的发展。

依靠核心技术实现价值创造
依靠晶圆大型化，促进成本竞争力的提升，并顺应环保需求

产 量 最终目标：碳中和

产量提升的同时如不采取对策，
则二氧化碳排放量就会增加

产量与二氧化碳排放量

二
氧
化
碳
排
放
量

控制二氧化
碳排放量

确保二氧化
碳的回收，
需要采取相
关附加措施

随着电子技术的发展，需要晶体设备具备小型、高频、高精度

等的价值。在晶体片的加工领域，传统的机械加工已难以满足

上述需求，光刻工艺这一半导体制造行业精细加工方法（运用

了照片成像原理的技术），正逐渐获得广泛运用。

运用光刻工艺，需要将晶体加工成晶圆，使用的晶圆越大，每

张晶圆可产出的晶体片就越多，可实现生产效率的提升。
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因此，为了确保光刻型产品的竞争优势，本公司从10年前开始开展晶体原石及晶圆的大型化这一核

心技术的开发。

关于人工晶体，在高温、高压环境下溶解的天然水晶加工成称为“籽晶”的板状晶体，使该籽晶发生再

结晶，从而实现人工晶体的培养。晶体的生长速度因方向而异，所以并不是花费足够的时间就能够培

养大体积原石，首先需要开发出符合使用目的的适中籽晶。

以往光刻技术使用的晶片主要为3英寸晶圆，目前本公司正在向4英寸晶圆的转产中。于2022年3月在

德岛事业所增添了可满足4英寸晶圆光刻工序使用需求的无尘室。本次工程导入的设备，其规格也可

满足将为6英寸晶圆的加工需求。

大型晶体的制造，需要使用直径 650mm、高达 14m，名为“高压
釜”的生长炉，在高温、高压环境下进行培养，用时约为两三个月至
6 个月期间。

人工水晶的培养
根据使用目的，对人工晶体进行不同角度的切割，并研磨至
需要的厚度。

切割、研磨

培养后（人工水晶）

培养前（籽晶）2inch
3inch

4inch
6inch

晶 圆 生 产
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6英寸晶圆的晶体片单位产能是2英寸晶
圆的大约9倍。

依靠关键产品实现价值创造

·降低外部采购的比率

·提升平均单位面积的产能

·实现完全自动化生产

·减小产品尺寸/减轻产品重量

·内置于客户使用的其它零部件内部

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2inch

※假设 2 英寸晶圆的单位产能为 100

3inch 4inch 6inch

晶圆的尺寸与晶片的单位产能

倍约为9 倍约为9

最适合“稳定供应”与“顺应环保要求”的设备

本公司已实现了6英寸晶圆用途晶体原石的开发，于2022年6月完成了量产后首个批次的生产。此外，

关于8英寸晶圆用途籽晶的开发工作，本公司已于数年前着手进行，目前进展顺利。关于晶体原石及

晶圆的大型化，存在技术及时间的严峻壁垒，作为能够确保今后竞争优势的核心技术，其开发工作

具有非常重要的意义。

大真空将依靠晶圆的大型化，提升成本竞争力，尤其是针对亚洲地区竞争厂商的崛起，将努力同时确

保技术和成本两方面的竞争优势。

对于设备包含零部件数量较少的电子零部件，为了满足降低二氧化碳排放等环保要求，其产品设计

和生产方式具有重要的意义。本公司认为，理想的条件应具备以下几点特征。

本公司独创产品“Arkh系列”可满足以上条件，是能够同时确保“稳定供应”与“顺应环保需求”的关键产品。
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WLP 技术

关于“Arkh系列”

在晶圆的加工过程中使用光刻工艺，
形成外形与电极。

在真空环境中进行频率调整后，将3层晶圆进行贴合、封装，完成单片化。

气密接合后 单片化后晶圆的加工 气密接合

第一代 第二代 第三代

本公司将晶体设备的第一代产品定位为“插件型”产品，而第二代产品使用了目前主流方式的陶瓷外

壳，本公司将之定位为“表面贴装型”产品。“Ark系列”是已完成开发的第三代产品，其基础型号是具备

全新结构的“Arkh.3G”。

与使用导电性粘合剂，在陶瓷外壳上固定晶体片的传统结构不同，“Arkh.3G”采用了WLP（晶圆级封装

）技术，将3层晶体以晶圆状贴合。WLP的晶圆清洗、贴合等一系列工序必须在真空环境中进行，不会

接触外部空气，所以可降低混入异物的风险，将质量风险控制在最小程度。此外，与传统产品相比，

“Arkh系列”的厚度成功减半，作为本公司的独创产品，尤其在薄型化领域取得了压倒性的优势。本公

司将使用“Arkh系列”技术，不断开展全新价值的创造。

插件型 表面贴装型 Arkh系列
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传统产品

根据使用目的，对人工晶体进行不同
角度的切断，并研磨至需要的厚度。

晶体片的加工
在晶片上形成电极后，使用对温度
和时间等因素进行了严格管理的导
电性粘合剂，将晶片固定在陶瓷等
材质的外壳上。

晶片的粘合 封焊

与传统产品相比，产品厚度至少减半

盖部

振荡部

基底部

晶体

Arkh.3G的结构

Arkh系列与传统产品的断面比较

“Arkhitekton”这一希腊语单词是意为“结构的”
英语单词“Architecture”的语源，为了更加强调

“具备全新结构的晶体设备的原点”这一意义，从

“Arkhitekton”
引用创造了“Arkh”这一名称。

“Arkh”的含义

传统产品

※Arkh.3G曾荣获2019年度“日本优良设计奖”殊荣。

0.13mm max.
0.30mm max.
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本公司认为，在Arkh系列中采用WLP技术，可最大程度发挥目前正在实施的晶圆大型化的优点。

传统产品是在陶瓷外壳上依次搭载晶体片后完成组装，所以生产能力取决于组装设备。而采用WLP

技术后，能够以晶圆状完成组装，单次组装的晶体设备产能与晶圆的尺寸成正比。简而言之，使用

更大的晶圆，即可增加平均单位面积的产能。

此外，Arkh的生产设备不同于传统产品的设备，

杜绝了工序间每件产品的转移，可以大幅削减设

备的设置面积。

凭借设备设置面积的削减及WLP技术的采用，平

均单位面积的产能与现有产品相比增加至7倍，

实现了产品的稳定供应，同时通过抑制工厂与设

备的增产，发起了削减二氧化碳排放的挑战。

①向实现平均单位面积“Out-put 7倍”的挑战

封焊

频率微调

点胶

Arkh 系列
设置面积

约22 ㎡

传统产品 设置面积 约150㎡

②完全自动化生产
Arkh 系列是采用了 WLP 技术的代表性产品，凭借独创的生产技术，可确保本公司进行全新生产线

的构筑。

Arkh.3G 在投入晶圆后，在产品完工前无需人工接触，可在真空环境下完成组装。本公司正发起挑

战，力求继续促进生产线的进化，实现完全自动化生产。
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Arkh 系列使用可公司内部采购的晶体进行封装，无需向外部采购封装零部件等材料，可摆脱新型

冠状病毒疫情等因素导致的供应链混乱影响，实现稳定的采购。

本公司正立足于 BCP 视角，努力确保稳定供应。

③降低外部采购的比率

回顾封装的历史，IC 领域的主流已由陶瓷外壳转为目前的树脂模制外壳，晶体设备因会产生机械

振动，所以需要物理空间，以前一直未能实现小型产品的树脂模制。但是，通过 Arkh 的内置，以

此取代晶片，可实现树脂模制，成功解决了封装领域的这一难题。陶瓷外壳已作为各种传感器的

封装材料获得了广泛运用，需求的增加可能会导致今后供应不足的问题。尤其是大型陶瓷外壳，

一张片材的产能较少，所以难以确保稳定供应。

本公司拥有独创技术，可供用户选择模制外壳，以取代陶瓷外壳。本公司将努力满足客户的需求，

力争确保各种尺寸产品的稳定供应。

④树脂模制化

盖部

振荡部

基底部

晶体

可公司内部采购面对需求的增加，确保材料成为课题

● 母体为三层晶片结构

● 不使用陶瓷外壳/金属顶盖/
   有机导电性粘合剂

外部采购的比率 外部采购的比率

约　　　％70约　　　％70 ％0％0

传统产品

● 盖

● 基底

● IC

● 热敏电阻

向本公司模制振荡器内置Arkh系列产品

树脂模制产品

[ 参考 本公司传统产品 ]
DSO211SXF

追求环保性能与交货期
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Arkh 系列的技术也可促进降低环境负担的产品开发。作为基准信号源，手机基站等设施正使用名

为 OCXO 的超高精度晶体振荡器。这种 OCXO 为了降低外部温度变化的影响，搭载了可在一定

程度上保持内部环境温度的恒温槽功能。因此，存在功耗高、结构复杂、零部件数量多，组装需

要依赖人工作业，并且成本较高，不适合大量生产等课题。

为此，本公司在 OCXO 的核心部分内置了 Arkh.3G，成功开发了 OCXO “Arkh.5G”。“Arkh.5G”

缩小了核心部分的体积，同时保持真空环境，可尽量抑制温度变化导致的调整，并实现了超小型

及低功耗。

如假设今后将必要的 5G 基站用途的 OCXO 全部更换为 “Arkh.5G”，与本公司传统产品相比，可

确保削减的二氧化碳量相当于 187 平方公里森林的一年二氧化碳吸收量。

此外，“Arkh.5G” 设计结构简单，可轻易进行在全自动生产线的组装，从稳定供应的角度而言，

也与传统的 OCXO 存在明显的差别。

本公司正在不断挑战，致力于该类降低环境负担的产品开发。

⑤开发降低环境负担的产品

加热器内部空间（大气）

基底

控制电路/振荡电路

晶体谐振器

Arkh.3G

内部空间（真空）

核心基板

控制电路/加热器

5

传统产品
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方　法

不使用载板的新工艺（片材工艺）

可利用更小的面积，实现更多的产品搬运

没有无用的空间，可实现装置的小型化

传统工艺和新工艺（片材工艺）的比较示意图

多个同时处理 在一台装置中安装多个吸嘴，增加可同时处理的数量，
实现产能的提升。

没有载板间的移动，可实现结构的简易化

载板因装置的
不同而存在差异

优　点

密集形成
片状的包装

设置面积 减半减半

设备能力 2.5 倍2.5 倍

传统产品的生产线进化

目前，本公司的产线设备根据产品型号的不同而存在差异，产品型号和生产据点的变更并不容易。

使用目前的生产线进行生产时，各道工序均需将每个工件置于各个装置上进行加工，工件的移动

方式较为复杂，生产线的规模往往较大。此外，搬运产品时使用的容器（载板），其尺寸也根据产

品型号的不同而存在差异，专用设备较多，每次增加产品型号时生产设备也会随之增加。

因此，本公司运用 Arkh 系列产品中积累的技术，正在进行设备开发，可直接使用片状外壳，从而

确保组装工件时无需在每道工序进行转移。

这样，可削减闲置空间和搬运设备，并构筑能够进行多个同时处理的生产线。本公司正在进行挑战，

最终目标是设置面积减半，设备能力达到 2.5 倍，平均单位面积的产能达到 1.5 倍。构筑不受产品

型号限制的柔性生产线，可规避地缘政治风险，从 BCP（业务连续性计划）的角度出发，也具有

有效意义。

柔性生产线的构筑

传统工艺

每块载板约750pcs 每片约2200pcs

新工艺（片材工艺）

闲置空间

处理数量

约为　倍3

面积

约为 倍31

单片外壳
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人工晶体培养天数的缩短及生长炉的节能化
人 工 水 晶 在 名 为 “高 压 釜” 的 生 长 炉 中，在 长 时 间 高 温 高 压 环 境 下 完 成 培 养，电 费 至 少 占 成

本的 70%，控制耗电量，即可促进二氧化碳的削减。作为具体举措，本公司推进了生长炉的

节能化进程，进行了隔热材料的加强与维修，与采取措施之前相比，平均每天的电力消耗量

实现了 20% 的削减。此外，本公司还开展了培养条件的改良工作，争取缩短培养天数，每次

培养的平均电力消耗量实现了至少 30% 的削减。经过上述努力，对于培养人工晶体的耗能，

实现了大约 50% 的削减，同一设备的产能也增至 1.5 倍。

人工水晶的培养成本中，电费约占 70%

削减耗能大
产能（生长炉）1.5 倍

通过生长炉的节能化举措（隔热材料的加强等），实现大约 20% 的削减

培养天数由 150 天削减至 100 天，降低了大约 30%

而且

5050约　　　 ％约　　　 ％
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挑战进行二氧化碳的回收

碳中和的促进举措

*碳排放范围1：我司使用燃料及生产过程中的直接排放

*碳排放范围2：我司使用购买热能、电力后的间接排放

胺：二氧化碳吸附剂

密闭空间

二氧化碳检测器

胺基模块

※沸石膜:可阻挡胺，确保二氧化碳通过

胺基模块

过滤器

陶瓷
＋

沸石膜
过滤器＋胺

胺基模块

产品原型

实验场景

胺基模块
本 公 司 不 仅 力 争 减 少 二 氧 化 碳 的 发 生，

并发起挑战，采取促进回收的举措。

本 公 司 正 在 对 OCEAN＋2 战 略 的 “＋1

新晶体” 开发过程中产生 “沸石” 和二氧

化碳吸附剂 “胺” 进行利用，开展 “二氧

化 碳 回 收 模 块” 的 开 发 工 作，并 希 望 将

来能够促进碳排放范围 1* 和碳排放范围

2* 产 生 的 二 氧 化 碳（全 年：约 8 万 吨）

的回收。

此外，二氧化碳回收模块的过滤器中使用的沸石，是利用培养人工晶体时产生的废液精制而

成的产品，属于可持续性材料。目前，主要使用大型设备，利用胺进行二氧化碳的回收。但是，

本公司正在挑战开发便携式小型模块构成的系统，实现任何人可轻易参与碳中和活动的环保

世界。
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创造价值的故事

完全自动化生产

采取的举措

核心技术

晶体原石大型化 晶圆大型化

New 生产线

Arkh.Series 传统产品

5

提升生产效率 降低环境负担 碳中和的促进举措

实现“稳定供应”与“顺应环保要求”的挑战

树脂模制化

内置 IC

Output

倍7
Output

倍5

控制二氧化碳的排放

强化成本竞争力

降低外部采购的比率

节能化

任何人均可参与

二氧化碳的回收活动

协
作
产
品
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我们日本的晶体厂商在过去出现过严重的失败。在向表面贴装型设备完成变迁后，日本厂商

只是追求产品的小型化，未能思考什么是真正的产品进化，仅仅勾勒了价格战略。最终，被

海外厂商赶上，丧失了企业竞争力。

大真空在 2019 年公布了长期经营计划《OCEAN＋2 战略》，该计划对如何从过度竞争造成

的 “红海” 中脱颖而出进行了规划。我们已对 “创造价值的故事” 进行了说明，其内容就是对

长期经营计划中需要的故事进行的荟萃。

我 们 认 为，从 最 初 起 长 期 经 营 计 划 需 要 的 就 是 故 事，其 内 容 必 须 能 够 引 起 全 体 员 工 的 共 鸣。

这是因为，如果事物的流程变得明确，那么就容易采取预判举措，并容易进行准备。正因为

长期经营计划中存在情节性因素，所以由第一次至第三次构成的中期计划在制定时能够列举

具体的数值目标，其内容是确保百分之百实现短期计划的准备。如果完全准备好了的话，只

要不出现不可控的障碍因素，即可百分之百达成短期计划。但是，目前存在很多制定计划时

未能做出预判的风险，需要拥有解决这些风险的宽裕，放眼长期、中期、未来，确保创造出

这种宽裕。

以往的晶体行业，很多厂商基本采取了闭环战略，大真空也是如此。但是，根据最近市场环

境的变化速度，为了避免再次犯错，我们认为应该采取开放战略。我们已进行了说明，创造

价值的故事中存在很多可以合作的部分。我们认为，通过合作、组成联盟，最终可以向全球

用 户 进 行 稳 定 的 产 品 供 应，促 进 提 升 社 会 的 便 捷 程 度。此 外，为 了 实 现 可 持 续 发 展 的 社 会，

必须采取环境措施，但大真空规模企业所能做的事情是有限度的。所以，我们思考我们能够

进行怎样的挑战；不仅是有限的企业，是否有更多企业、地

方政府能够参与的活动，思考的结果，就是二氧化碳回收模

块的创意。现在还不知道这个构思是否优秀，但为了促进碳

中和的实现，大真空将继续发起挑战。

最后，本次大真空创造价值的故事，其定位为第一章。

今后，根据社会变化，最初的内容也能出现微小的改变，我

们将争取切实连结第二章，为了世界、为了日本、为了晶体

行业，“真挚” 开展相关工作。

后记
～实现价值创造的路程～

总经理

饭 塚  实
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